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โซลูชูั่ ่�นการจัด่เก็บข้อ้มูลููที่่�สมูบรูณ์แ์บบสำาหรบ่การใชั่ง้าน
แบบสำาเร็จัรปู (embedded) ในสภาพแวดลูอ้มูที่่�สมูบกุสมูบน่

หน่่วยความจำำาแฟลช Kingston® I-Temp eMMC™ มคีณุสมบัตัิขิอง JEDEC 

eMMC5.1 และสามารถทำำางาน่รว่มกับััอปุกัรณม์าติรฐาน่ eMMC รุน่่กัอ่น่หน่า้
ได้ ้ผลติิภัณัฑ์น์่ี�ครอบัคลมุขอ้ด้ทีำั �งหมด้ของ eMMC รุน่่มาติรฐาน่ อกีัทำั �งยงัมี
ชว่งอณุหภัมูใิน่กัารทำำางาน่ของอปุกัรณท์ำี�ติรงติามขอ้กัำาหน่ด้อณุหภัมูใิน่กัาร
ทำำางาน่ทำางอตุิสาหกัรรม (-40°C~+85°C) ซึ่่�งทำำาใหเ้ป็น่โซึ่ลชูนั่กัารจัำด้เกับ็ั
ใน่อดุ้มคติสิำาหรับักัารใชง้าน่กัลางแจำง้, ระบับัติรวจำกัารณ,์ ระบับัอตัิโน่มตัิใิน่
โรงงาน่, ระบับัขน่สง่ และกัารใชง้าน่อ่�น่ ๆ ใน่สภัาพแวด้ลอ้มทำี�มกีัารผัน่แปรสงู

เพิ่มูเติมู >>

i-Temp eMMC



i-Temp eMMC

กลูุมู่ตลูาด

คุณุ์สมูบต่เิดน่

คณุสมบัตัิมิาติรฐาน่ของ JEDEC eMMC 5.0 eMMC 5.1

กัารบัตูิ √ √
กัารพารท์ำชินั่ √ √
โหมด้สลปี √ √
เลน่่ซึ่ำ�าบัล็อคหน่่วยความจำำา 
ทำี�ได้รั้บักัารป้องกันั่ √ √

คำาสั�ง Secure Trim/Secure Erase √ √
กัารรเีซึ่ต็ิฮารด์้แวร์ √ √
กัารเขยีน่ทำี�เช่�อถอ่ได้ ้ √ √
กัารปฏิบิัตัิงิาน่เบั่�องหลงั √ √
สญัญาณแทำรกัทำี�สำาคญัมากั √ √
อนิ่เทำอรเ์ฟซึ่ DDR √ √
ทำิ�ง/ลา้ง CMD √ √
คำาสั�ง Packed Command, รหสั
บัรบิัทำ √ √

กัารแจำง้เติอ่น่กัารปิด้ทำำางาน่ √ √
แท็ำกัขอ้มลู √ √
รายงาน่ความสมบัรูณข์องอปุกัรณ์ √ √
กัารอพัเด้ติ FW ของ 
คอน่โทำลเลอรห์น่่วยความจำำา √ √

กัารรับัรูส้ถาน่ะกัารทำำางาน่ √ √
กัารจัำด้ลำาด้บัั CMD √
รองรับัมาติรฐาน่รุน่่กัอ่น่หน่า้ √ √

เรยีน่รูเ้พิ�มเติมิเกัี�ยวกับััขอ้แติกัติา่งของ eMMC เวอรช์ั�น่ติา่ง ๆ:

eMMC 5.0: http://www.jedec.org/sites/default/files/docs/JESD84-B50.pdf

eMMC 5.1: http://www.jedec.org/sites/default/files/docs/JESD84-B51.pdf

ด้รูายละเอยีด้เพิ�มเติมิ รวมทำั �งติวัอยา่งและคำาขอใบัเสน่อราคาได้ท้ำี� 
kingston.com/emmc

•	ลด้ความซึ่บััซึ่อ้น่ของกัารออกัแบับัระบับัและลด้เวลาใน่กัารเขา้สูต่ิลาด้ 
อนิ่เทำอรเ์ฟซึ่มาติรฐาน่ทำำาใหเ้ทำคโน่โลย ีNAND ทำี�เปลี�ยน่แปลงอยา่ง
รวด้เร็วไมป่รากัฏิแกัโ่ฮสติ ์และโฮสติโ์ปรเซึ่สเซึ่อรไ์มจ่ำำาเป็น่ติอ้งคอย
ปรับัเปลี�ยน่ซึ่อฟติแ์วรเ์พ่�อรองรับักัารเปลี�ยน่แปลงและกัารปรับัรปูแบับั
ของเทำคโน่โลย ีNAND ทำั �งหมด้ ซึ่่�งชว่ยลด้ความซึ่บััซึ่อ้น่ใน่กัารออกัแบับั
ได้อ้ยา่งมากั รวมถง่ลด้รอบักัารจำำากัดั้กัารทำำางาน่ใหร้วด้เร็วยิ�งข่�น่ 

•	ชว่ยปรับัปรงุประสทิำธิภิัาพของระบับัทำั �งหมด้ ชดุ้ควบัคมุ eMMC ชว่ย
เพิ�มพ่�น่ทำี�ทำรัพยากัรอนั่มคีา่ของโฮสติโ์ปรเซึ่สเซึ่อรจ์ำากักัารจัำด้กัารของ 
NAND เพ่�อใหโ้ฮสติโ์ปรเซึ่สเซึ่อรส์ามารถใชพ้ลงักัารประมวลผลกับัังาน่
อ่�น่ ๆ ได้ ้

จัดุเดน่ที่่�สำาคุญ่
•	ผลติิภัณัทำท์ำี�มอบัโซึ่ลชูนั่ทำี�คุม้คา่ Kingston eMMC แติกัติา่งจำากั SLC NAND 
เน่่�องจำากัเลอ่กัใช ้MLC และ 3D TLC NAND ซึ่่�งทำำาใหพ้่�น่ทำี�จัำด้เกั็บัมคีวามจำุ
มากัข่�น่สำาหรับักัารใชง้าน่แบับัสำาเร็จำรปู (embedded) ใน่ราคาทำี�ยอ่มเยากัวา่
เด้มิมากั และชว่ยใหผ้ลติิภัณัฑ์แ์บับัสำาเร็จำใน่ปัจำจำบุันั่สามารถติอบัสน่อง
ความติอ้งกัารด้า้น่พ่�น่ทำี�จัำด้เกั็บัทำี�เพิ�มข่�น่ได้ ้

•	รองรับัชว่งอณุหภัมูใิน่กัารทำำางาน่ทำางอตุิสาหกัรรม (-40°C~+85°C)

•	กัารกัำาหน่ด้คา่โหมด้ขั �น่สงู (โหมด้ pSLC) พรอ้มใหใ้ชง้าน่เพ่�อประสทิำธิภิัาพ
กัารทำำางาน่/ความทำน่ทำาน่ทำี�ด้ยี ิ�งข่�น่

IoT เชิงอุติสาหกัรรม / หุ่น่ยน่ต์ิและระบับัอัติโน่มัติิใน่โรงงาน่

เคร่อข่าย 5G/โมดู้ลกัารส่่อสารด้้าน่โทำรคมน่าคม (เราเติอร์ 
WiFi และอุปกัรณ์เมชเช่่อมติ่อสัญญาณ)

อุปกัรณ์สวมใส่ (สมาร์ทำวอช, ระบับัติิด้ติามสุขภัาพ, AR และ VR)

สมาร์ทำโฮม (ลำาโพงซึ่าวด้์บัาร์, เทำอร์โมสติัทำ, อุปกัรณ์
ฟิติเน่ส, เคร่่องดู้ด้ฝุ่น่, เติียง, กั๊อกัน่้ำา)

สมาร์ทำซึ่ิติี้ (HVAC, ไฟส่องสว่าง, ระบับัติรวจำสอบั/ 
วัด้พลังงาน่ไฟฟ้า, มิเติอร์จำอด้รถ)

เอกัสารน่ี้อาจำมีกัารเปลี่ยน่แปลงเน่่้อหาโด้ยไม่ติ้องแจำ้งให้ทำราบัล่วงหน่้า 
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หมูายเลูข้ชั่ิ้นส่วนแลูะข้้อมููลูจัำาเพาะข้อง i-Temp eMMC 
 

หมายเลข 
ชิ�น่สว่น่ ความจำุ มาติรฐาน่ 

eMMC แพคเกัจำ NAND อณุหภัมูใิน่
กัารทำำางาน่

EMMC04G-WT32 4GB 5.1 (HS400) 11.5x13x0.8 MLC -40°C~+85°C

E04GS14DXI 4GB 5.1 (HS400) 9.0x7.5x0.8 MLC -40°C~+85°C

EMMC08G-WV28 8GB 5.1 (HS400) 11.5x13x0.8 MLC -40°C~+85°C

EMMC16G-WW28 16GB 5.1 (HS400) 11.5x13x0.9 3D TLC -40°C~+85°C

EMMC64G-IY29 64GB 5.1 (HS400) 11.5x13x0.8 3D TLC -40°C~+85°C

EMMC128-IY29 128GB 5.1 (HS400) 11.5x13x0.8 3D TLC -40°C~+85°C

EMMC256-IY29 256GB 5.1 (HS400) 11.5x13x1.0 3D TLC -40°C~+85°C
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